
SIM CARD H1.8  6PIN

备注:

1.材质:

  1.1胶芯：LCP UL94V-0

  1.2铁壳：SUS304-3/4H HV300-330 T=0.15mm W=27mm.

  1.3端子：C5210-EH HV210-230 T=0.15mm W=17.5mm.

2.电镀规格：

  2.1端子：接触区域刷金1u'以上，焊脚区刷金1u'以上，

           镍底50u'以上.

  2.2铁壳：接触区域刷金1u'以上，镍底50u'以上.

3.主要特性：

  3.1额定电流：0.5A

  3.2额定电压：30V

  3.3接触阻抗：30mΩ MAX

  3.4绝缘阻抗：100M  MIN 100V DC

  3.5耐压测试: 100V AC

  3.6沾锡性：温度260°C±5°C（无铅）/245°C±5°C

            （有铅），时间5±0.5s

  3.7使用寿命：5000次

  3.8耐温性:烤箱测试：温度250±5℃，时间2分钟

  3.9工作环境：温度：-20℃～+85℃；湿度：80% MAX

4.  为重点尺寸.

5.标记   为制程管制尺寸，必须测量.
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